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   TECHNICAL NOTE 

技术资料�
 

 

关于镭射切线的分析研究�
 

 
注意事项：本文书可能不经预告发生变更。 详情请咨询销售。 

 

§0．摘要 
镭射是贴片电阻生产过程中不可缺少的一个制程，通过镭射切割将电阻阻值修整到客户需要的阻

值精度范围内。不同的产品，不同阻值切割方式也会有不同，“一型“切；“二型”切；“三型”切；�

“L”切等。�

§1．切线图片�

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

“一”型切法良品 “二”型切法良品 

“三”型切法良品 “L”型切法良品 
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§2．LS 切线制程检验工具 
40X 显微镜下确认切线外观及位置�

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

§3．LS 切線原理說明 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

項目 L 切 

圖示 

 

原理 
说明 

 该激光切割方式，在高温高湿的环境下通额定电压，经过长时间工作的情况下，

电阻导电层受潮，并在环境条件不变条件下进行高电压检测阻值，出现阻值下

降；�

 在Ｌ切线两侧，施加额定电压，受潮情况下，长时间工作，在切线残留时，会

造成“飞弧短接”现象，造成阻值下降。�
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§4．LS 切线外观分析 
1. 取 LS 生产车间任意料片，切线进行外观确认 OK 物料进行研磨，做 SEM 分析切线成分，铅成�

分重量比为 3.69%，如下：�

�

�
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切线外观 40 X 切线外观 1000X 

成分检测 
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2.� 故意生产切线不干净的半成品送 SEM 进行成分测量，铅成分重量比为 6.33%具体如下：�
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.� � 小结：� 任取生产制程上 LS 切线外观的 OK 的产品及故意切切线有残留的产品进行研磨并做 SEM

成分分析，切线 OK 的产品切线槽内含有少量的铅含量（小于 5%，由于电阻层内含有铅成分，切割

后会有微量粉末残余，导致测量会有铅成分），切线残留的产品切线槽内含铅含量较多（大于 5%）�
 

§5．结论�

经过以上分析研究，切线 OK 或切线有残留的产品内均会有一定的铅成分存在，切线 OK 的产品切线�

槽内铅含量较少（＜5%），切线有残留的产品切线槽内铅含量相对较高（＞5%），当粉末量达到一定量，�

使用环境比较潮湿的情况下可能会出现阻值偏小的现象，此类环境或线路敏感区域建议客户端采取防护�

措施。�
 

切线外观 40 X 切线外观 1000X 

成分检测 


